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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Chipkarte 

@ Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem Karten- 
trager, auf dem eine Detenverarbeitungsscheltung sawie 
eine Verbindungsbaugruppe zur kontaktJoaan Ubarmitt- 
lung von Datan zwiachen der Datenverarbeitungsschal- 
tung und einer externen Datenverarbettungsatation vor- 
gesahen sind. 

Bai der Heratellung der gattungagemiSen Chipkarte wf rd 
zunachet eln Integrierter Schaltkrels auf elnen KartentrS- 
gar aus Kunatatoff aufgebracht Danach wf rd entlang der 
Au&enkanten der Chfpkarte eine SendeVEmpfangaspule 
aufgebracht, die mft entsprechenden AnachlQasen dea frv 
tegrierten Schaitkraiaea verbunden wfrd. Bai der gat- 
tungagema&en Chipkarte fat von Nachtell, daSfehlerhaf- 
ta Chipkartan vernfchtet warden mOasen. 
GemaB der Erfindung sind die Datenverarbaitungaechal- 
tung und die Verbindungsbaugruppe im Bereich wenig- 
atena elnea Modultragers vorgeaehen und der Kartentrl- 
ger wefat efnen Bereich zur Aufnahme dea ModuttrSgera 
auf. Dadurch Ist ea mdglich, zunachet den fertfggeatellten 
Modultrager auf deaaan ordnungsgemSBe Funktion hfn 
zu Gberprtifen, bevor er in elnen Kartentrager elngebaut 
wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifift einc Chipkaite mit cinem Karten- 
trager, auf dem eine Datenverarbeitungsschaltung sowie 
eine Veibindungsbaugruppe zur kontaktlosen Ubennitilung 5 
von Daten zwischen der Datenverarbeitungsschaltung und 
einer exteracn Dateoverarbdtungsstation voigesehen sind. 

Eine gattungsgemaBe Chipkarte und eine externe Daten- 
verarbei tun gsstatio n bilden ein Datensystem, das zur Ab- 
rechnung bargeldloser Einkaufe, zur Oberwachung von Per- 10 
sooenverkehr oder zur einfachen Gebuhrenverwaltung bedrn 
Zugriffauf ein Telefonnetz verwendet wird. Dazu erhalt ein 
Benutzer eine Chipkarte, auf der eine Datenverarbeitungs- 
schaltung vorgesehen ist, die aus einem Mikroprozes sor be- 
steht Zur Dbermittlung von Daten zwischen der Datenver- 15 
arbeitungsschaltung und der extemen Datenverarbeitungs- 
station wird bei kontaktlosen Ubertragungsverfahren ein 
von der extemen Datenverarbeitungs station erzeugtes 
Wechselfeld von der Chipkarte modulierL Dabei wird bei- 
spielsweise eine in der Verbindungsbaugruppe vorgesehene 20 
Chipkarten-Spule auf zeitlich veranderliche Weise kapazitiv 
oder resistiv belastet, so dafi sich deren elektromagnetische 
Eigenschaften verandern. Dies wirkt auf eine Stations-Spule 
in der extemen Datenverarbeitungsstation zurtick. Aus der 
Riickwirkung kann auf in der Datenverarbeitungsschaltung 25 
abgespeicherte Daten zuriickgeschlossen werden. 

Die gattungsgemaBe Chipkarte ist als Kunststofikarte 
ausgebildet, die so groB ausgeftihrt ist, dafi sie beispiels- 
weise in einer Geldbdrse sicher verstaut werden kann. Bei 
der HersteUung der gattungsgemaVBen Chipkarte wird zu- 30 
nachst ein integrierter Scnaltkreis auf einen Kartentrager aus 
Kunststoff aufgebracht Danach wird entlang der AuBen- 
kanten der Chipkarte eine Sende-/Empfangsspule aufge- 
bracht, die mit entsprechenden Anschiussen des integrierten 
Schaltkreises verbunden wird. Eine solche Chipkarte ist bei- 35 
spielsweise aus der DE 44 10 732 Al bekannt Bei der gat- 
tungsgetnaBen Chipkarte ist von Nachteil, dafi die Herstel- 
lung aufwendig und teuer ist Falls eine Chipkarte rricht 
richtig arbeitet, wird die fehlerhafte Chipkarte vemichtet 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemaBe 40 
Chipkarte sowie Verfahren zu deren HersteUung bereitzu- 
stellen, die eine HersteUung der Chipkarte zuverlassig und 
mit wenig Aufwand gewahrleisten. 

Gemafi der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelost, 
daB die Datenverarbeitungsschaltung und die "Verbindungs- 45 
baugruppe im Bereich wenigstens eines Modultragers vor- 
gesehen sind, und daB der Kartentrager einen Bereich zur 
Aufhahme des Modultragers bzw. der Modultrager aufweist 

Die Erfindung beruht auf dem Grundgedanken, daB die 
Nachteile bei den gatrungsgemflBen Chipkarten daher riih- 50 
ren, daB sich erst bei fertiggestellter Chipkarte uberprQfen 
laBt, ob der integrierte Scnaltkreis richtig mit der Sende- 
/Empfangsspule zusammenarbeitet GemMB der Erfindung 
werden die fur die Funktion der Chipkarte wesentlichen 
Teile, d. h, eine Funktionsbaugruppe getrennt von dem Kar- SS 
tentrager auf einem Modultrager hergestellt und erst bei der 
Endmontage von Kartentrager und Modultrager miteinander 
verbunden. Dadurch ist es mbglich, zunachst die Funktions- 
baugruppe auf deren Funktion hin zu uberpriifen, Wenn fest- 
steht, dafi auf dieser die Datenverarbeitungsschaltung nicht 60 
richtig mit der Verbindungsbaugruppe zusammenarbeitet, 
dann kann die Funktionsbaugruppe vemichtet werden, ohne 
dafi ein an sich verwendbarer Kartentrager mit vemichtet 
werden mUBte. DarUber hinaus ist es moglich, die Herstel- 
lung der Funktionsbaugruppe zu beschleunigen, da der nur 65 
wenig Platz beanspruchende Modultrager das \forsehen von 
kleineren und schnelieren Heistellungsvorrichtungen er- 
mfjglicht. 
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GemHfi der Erfindung ist der Modultrager fest mit der 
Chipkarte verbindbar, wobei der am Kartentrager vorgese- 
hene Bereich zur Aufnahme des Modultragers audi als Aus- 
sparung ausgebildet sein kann. Bei geeigneter Ausbildung 
von Modultrager und Aussparung kann gew§hrleistet wer- 
den, dafi sich bereits beim Einsetzen des Modultragers in die 
Aufnahme eine formschlQssige Verbindung ergibt, die nur 
noch fixiert werden muB. 

Eine besonders vorteilhafte erfindungsgemMfie Chipkarte 
ergibt sich dann, wenn die Verbindungsbaugruppe wenig- 
stens eine Sente-ffimpfangsspule aufweist, die bezuglich 
der Haupterstreckungsrichtung des Modultragers auch in 
zwei unterschiedlichen Ebenen angeordnet sein kann. Dabei 
ist insbesondere vorgesehen, dafi ein Bereich der Sende- 
/Empfangsspule auf einer Oberflache des Modultragers an- 
geordnet ist, wahrend ein anderer Bereich in einer Schicht 
im Inneren des Modultragers angeordnet sein kann. Dies 
lMBt sich besonders einfach durch eine zweilagige Metalli- 
sierung erreichen, wobei insbesondere ein sandwichartiger 
Aufbau des Mcdultragers in Frage kommL Dabei konnen 
die Bereiche der Sende-/Bmpfangsspule auf einer Oberfla- 
che des Modultragers und im Inneren des Modultragers 
planparallel angeordnet sein, wobei die einzelnen Bereiche 
durch Kontakte miteinander verbunden sind Dies lSBt sich 
besonders einfach durch Durchkontaktierungen im Bereich 
von Anschliissen der jeweiligen Sende-ZEmpfangsspulen- 
Bereiche erreichen. Vorzugsweise sind die einzelnen Berei- 
che der Sende-/Empfangsspule in Reihe geschaltet, da sich 
dann eine Sende-ZEmpfangsspule ergibt, die mit einem ho- 
hen Wirkungsgrad ein externes Wechselfeld beeinflussen 
kann. Dabei ergibt sich ein besonders hoher Wirkungsgrad 
der Sende-ZEmpfangsspule dann, wenn die Obertragungs- 
einrichtung, die oft ein Tfeil der Datenverarbeitungsschal- 
tung ist, so ausgebildet ist, dafi die Bereiche der Sende- 
/Empfangsspule zueinander in einer Resonanzphasenlage 
baltbar sind. Dies kann beispiels weise durch geeignetes 
Hinzuschalten von Kap?"^stgn und/oder Induktivita'ten er- 
folgen, wobei dies vorzugsweise so erfolgt, daB die Reso- 
nanzfrequenzen der Bereiche der Sende-ZEmpf angsspule je- 
weils UberemstmimeiL 

Abweichend davon oder in Erganzung zu der vorgenann- 
ten AusfUhrungsform kann die IJbertragungseiririchtung 
auch so ausgebildet sein, dafi die Bereiche der Sende-ZEmp- 
fangsspule zueinander synchronisiert betreibbar sind. Dies 
kann voiteilhafterwedse so erfblgen, dafi sich eine \ferstar- 
kung des von der Sende-ZEmpfangsspule ausgehenden 
Wechselfeldes ergibt Dies ist fur aktive Karten von Bedeu- 
tung, die ein Signal aussenden. Durch Anwendung einer 
Phasenschnitt-'Iechnik kann ein Synchronisieren der Flan- 
kenlage auf den Bereichen der Sende-ZEmpfangsspule er- 
reicht werden, und zwar derart, daB sich eine Verstarkung 
des von der Sende-ZEmpfangsspule erzeugten Wechselfel- 
des ergibt Bei passiven Karten kann dadurch ein besonders 
hoher Kopphingsgrad zwischen Chipkaite und extemer Da- 
tenverarbeitungsstation erreicht werden. 

Eine weitere Verbesserung der t)bertragungsqualitat von 
Daten zwischen Chipkarte und Extemer Datenverarbei- 
tungsstation ergibt sich dann, wenn der Modultrager wenig- 
stens einen als Spulenkern fur die Sende-/Empfangsspule 
ausgebildeten Bereich aufweist Dabei kann der Modultra- 
ger aus Kunststoff ausgebildet sein, in den permeables Ma- 
terial wie beispiels weise Ferrit eingelagert ist. Wfenn das 
permeable Material als VieLzahl von Femtpartikeln vorliegt, 
werden diese zum Zwecke der gegenseitigen Isolierung in 
einer Kunststoffmasse gebunden, die in dem Modultrager 
vorgesehen ist Der so hergestelltB Spulenkern dient zum Er- 
reichen eines hohen Feldverstarkungsfaktors. Durch ein sei- 
ches Dielektrikum konnen relative magnetische Fermeabili- 



DE 197 01 167 A 1 



uiten in der GrQBenordnung von 5.000 und sornit hone FluB- 
dichten errcicht werdeiL 

Ein erfindungsgemSBes Verfahren zum Herstellen eines 
Modultragers fur eine wie vorbeschrieben ausgestaitete 
Chipkarte weist die folgenden Schritte auf: 5 

- Einlagem eines ersten Spulenbeieichs in erne Kunst- 
stoffschicht, 

- Aufbringen eines zweiten Spulenbereichs auf die 
Kunststoffschicht, 10 

- Verbinden von AnschluBbcteichen des ersten Spu- 
lenbereichs und des zweiten Spulenbereichs raiteinan- 
der, 

- Aufbringen eines integrierten Schaltkreises auf den 
ModultrSger ^ 

Dabei kann der Schritt des Vferbindens von AnschLufibe- 
rekhen des ersten Spulenbereichs mit dem zweiten Spulen- 
bereich durch Durchkontaktieren erfolgen, was mit bekann- 
ten Herstellungsmethoden auf einfache Weise erreicht wer- 20 

den kann. 

Der Schritt des Aufbringens des integrierten Schaltkreises 
kann sowohl mit einer Flip-Chip-Technik als auch mit her- 
kommlichen Bonding-Techniken erfolgen. Bei den her- 
k6mmlichen Bonding-Techniken kann als Verbindungsmit- 25 
tel auf einen leitfMhigen Klebstoff oder auf bekannte Lote 
zurQckgegriffen werden. Gerade bei den Bonding-Techni- 
ken ist vorgesehen, daB sowohl die Verbindungsbaugruppe 
als auch die Datenverarbeitungsschaltung fakultativ rait ei- 
ner verfestigbaren Abdeckmasse abgedeckt werden konnen, 30 
und zwar insbesondere nach der Herstellung des Modultift- 
gers. Die dazu verwendeten Abdeckmassen konnen insbe- 
sondere thertmsch oder UV-hartend sein. 

Die Erflndung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen 
einer Chipkarte, das die folgenden Schritte aufweist: as 

- Vorsehen eines Karteutragers mit einer Aufhahme 
fur einen Moduttrager, 

- Vorsehen eines Modultragers rnit einer Datenverar- 
beitungsschaltung und mit einer Verbindungsbau- 40 
gruppe, 

- Einbringen des Modultragers in die Aufhahme, und 

- Verbinden von Modultrager mit dem Kartentrager. 

Durch das erflndungsgemSBe Verfahren kann eine Chip- 45 
karte besonders einfach und kostengiinstig hergestellt wer- 
den. 

Die vorgenannten Herstellungsschritte zum Herstellen ei- 
ner erflndungsgemMBen Chipkarte und/oder eines erfln- 
dungsgemMfien Modultragers mit doppellagiger Sende- SO 
/Empfangsspule konnen selbstverstSndlich auch zum Her- 
stellen von Chipkarten und/oder Modultragem mit einer ein- 
zelnen Spulenlage angewendet werden. Daruber hinaus sind 
auch Verfarirensschritie moglich, die das \brsehen einzelner 
oder Korabinationen von Sachmerkmalen insbesondere ge- 55 
maB den AnsprOchen 1 bis 13 umfassen kdnnen. 

Die Erflndung ist anhand eines AusfQhrungsbeispiels in 
der Zeichnung naner veranschaulicht 

Fig, 1 zeigt einen Modultrager mit einer Datenverarbei- 
tungsschaltung und mit einer Sende-ZEmpfangsspule in der eo 
Draufsicht 

Fig, 2 zeigt einen Kartentrager in der Draufsicht, 
Fig, 3 zeigt eine erfindungsgemMBe Chipkarte mit dem 
Modultrager aus Fig. 1 und mit dem Kartentrager aus Fig. 2 
in der Draufsicht, 65 

Fig. 4 zeigt den Modultrager aus Fig, 1 in der Ansichtvon 
vome, und 

Fig. 5 zeigt ein Endlosband zur Herstellung der Modultra- 



ger aus Fig. 1 in der Draufsicht 

Fig. 1 zeigt einen Modultrager 1 der erfmaungsgemafien 
Chipkarte. Der Modultrager 1 weist eine aus Kunststoff her- 
gestellte Grundplatte 2 mit im wesentlichen rechteckigen 
Querschnitt auf. Dabei sind die Ecken der Grundplatte 2 ab- 
gerundet, wie in Fig. 1 besonders deutlich zu sehen ist Auf 
der Oberseite der Grundplatte 2 ist mittels Metallisierung 
eine Sende-ZEmpfangsspuie 3 vorgesehen, wobei sich die 
Windungen der Sende-ZEmpfangsspule 3 ausgehend von ei- 
nem in der Mitte der Grundplatte 2 vorgesehenen ersten An- 
schluBkontakt 4 im wesentlichen spiralformig um den ersten 
AnschluBkontakt 4 herum bis zu einem zweiten AnschluB- 
kontakt 5 erstrecken. 

Wie man in Fig, 4 am beaten sieht ist auf dem ersten An- 
schluBkontakt 1 mittels einer Isolierkleberschicht 6 ein inte- 
grierter Schaltkreis 7 angebracht. Der integrierte Schaltkreis 
7 hat eine erste AnschluBleitung 8, die mit dem ersten An- 
schluBkontakt 4 verbunden ist sowie eine zweite AnschluB- 
leitung 9, die mit dem zweiten AnschluBkontakt 5 verbun- 
den ist In der in fig. 4 gezeigten Ansicfat ist ein Bereich 
zwischen dem integrierten Schaltkreis 7 und dem zweiten 
AnschluBkontakt 5 aus dem Modultrager 1 herausgebrochen 
dargestellt damit sich der Modultrager 1 in der Zeichnung 
einf acher darstellen l&Bt 

Wie man in Fig. 4 ebenfalls gut sieht ist der Modultrager 
1 im Bereich des ersten Anschlufikontakts 4 und im Bereich 
des zweiten Anschlufikontakts 5 mit einer Abdeckschicht 10 
aus einer thermisch hartbaren bzw. UV-hartbaren Masse ab- 
gedeckt 

Fig. 2 zeigt einen Kartentrager 11 mit im wesentlichen 
rechteckiger AuBenform, der eine rechteckige Ausnehmung 
12 zur Aufhahme des Modultragers 1 aus Fig. 1 aufweist 
Der Kartentrager 11 ist aus einer Kunststofrplatte herge- 
stellt die im wesentlichen die gleiche Starke hat wie die 
Grundplatte 2 des Modultragers 1. Die Ausnehmung 12 ist 
dabei so ausgeformt daB der Modultrager 1 formschlussig 
in die Ausnehmung 12 eingesetzt werden kann. 

Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemMBe Chipkarte 13, die aus 
dem Modultrager 1 gemafl den Fig. 1 und 4 und aus dem 
Kartentrager 11 gem&B Fig. 2 zusammengesetzt ist Wie 
man in dieser Ansicht besonders gut sieht ist der Modultra- 
ger 1 so in die Ausnehmung 12 eingesetzt daB sich eine 
formschlussige Verbindung ergibt. In diesemZustand ist der 
Modultrager 1 mit dem Kartentrager 11 zus&tzlich Ober eine 
Klebung verbunden. 

Sowohl die Grundplatte 2 als auch der Kartentrager 11 
sind aus einem Kunststoff wie glasfaserverstarktes Epoxyd- 
harz, PVC, PET, PC und/oder ABS herstellbar. Die Sende- 
ZEmpfangsspule 3 ist in Atz-, Wickel-, Verlege- oderDruck- 
tfvhniV auf die Grundplatte 2 aufbringbar. 

Wie man besonders gut in Fig. 5 sieht werden erfin- 
dungsgemSBe Modultrager 1 in einem Endlosbandverfahren 
gefertigt wobei ein Endlosband 14 aus einem Kunststoff 
vorgesehen ist das an beiden Langsseiten je eine Transport- 
lochung 15 aufweist Aufgrund des Vorsehens der TVans- 
portlochung 15 laBt sich das Endlosband 14 besonders ein- 
fach durch bei der Herstellung der erfindungsgemanen Mo- 
dultrager 1 verwendete Maschinen ftlhren. 

Nach erfolgter Fertigstellung des Endlosbandes 14 mit 
darauf vorgesehenen Modultragem 1 werden diese einzeln 
geprUft und anschlieBend durch ein Stanzverfahren aus dem 
Endlosband 14 herausgelttst In einem weiteren, hier nicht 
dargestellten Verfahreos schritt werden die auf ihre Funktion 
bin OberprOften Modultrager 1 in bereitstehende Kartentra- 
ger 11 eingesetzt und dadurch die erfodungsgemflBen Chip- 
karten fertiggestellt 

Mit dem erfadungsgemMfien Modultrager ist die Sende- 
ZEmpfangsspule 3 mit einem Halbleiterchip 7 in einem ein- 
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zigen Modul 1 zusammengefaBt, das in elner Massenferti.- 
gung auf einfache Weise herstellbar ist. Erst in einem ab- 
schlieBenden Arbeitsschritt weiden die erfindungsgemaBen 
ModulkOtper 1 in den Kartentrager 11 eingcsetzt. Dabci 
kann der Halbleiterchip 7 sowohl nacb einer herkdmmlichen 5 
Wire-Bond-Tbchnik als auch mit einer Ftip-Chip-Techrrik 
auf dem erfindungsgemaBen Modultrager 2 bcfestigt wer- 
den. 

Bezugszeichenlisle 10 

1 Modultrager 

2 Grundplatte 

3 SeDd&^Empfangsspule 

4 Erster AnschluBkontakt 15 

5 Zweiter AnschluBkontakt 

6 Isolierklebersctricht 

7 Integrierter Scbaltkreis 

8 Erste AnschLuBleitung 

9ZweitcAnschluBleitung 20 

10 Abdeckschicht 

11 Kartentriiger 

12 Ausnehmung 

13 Chicane 

14Endlosband 25 
15 Tranaportlochung 

Patentanspruche 

1. Chipkarte mit einem Kartmtra^ei; auf dem eine Da- 30 
tenverarbeitungsschaltung sowie eine Verbindungs- 
baugruppe zur kontaktlosen Obermiulung von Daten 
zwischen der Datenvexarbeitungsschaltung und einer 
extemen Dateoverarbeitungsstation vorgeseben sind, 
dadurcfa gekennzeichnet, daB die Daten verarbei- as 
tungsschallung (7) und die Verbindungsbaugruppe (3) 
im Bereich wenigstens eines Modultragers (1) vorgese- 
ben sind, und daB der Kartentrager (11) einen Bereich 
(12) zur Aufhahme des Modultragers (1) bzw. der Mo- 
dultrager aufweist. 40 

2. Chipkarte nach Anspiuch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Chipkarte so ausgebildet ist, daB der bzw. 
die Modultrager (1) fest mit dem Kartentrager (11) ver- 
bindbar ist bzw. sind. 

3. Chipkarte nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da- 45 
durch gekennzeichnet, daB der Bereich zur Aufhahme 
des Modultragers (1) als Aussparung (12) ausgebildet 
ist 

4. Chipkarte nach einem der vorhergehenden AnsprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die \ferbindungsb au- 50 
gruppe wenigstens eine Sende-ZEmpfangsspule (3) auf- 
weist 

5. Chipkarte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Sende-ZEmpfangsspule beziiglich der 
Haupterstreckungsrichtung des Modultragers in zwei 55 
unterschiedlichen Ebenen angeordnet ist. 

6. Chipkarte-nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Bereich der Sende-ZEmpfangsspule auf ei- 
ner Oberflache des Modultragers angeordnet ist 

7. Chipkarte nach Anspruch 5 Oder Anspruch 6, da- «> 
durch gekennzeichnet, daB ein Bereich der Sende- 
ZEmpfangsspule im Inneren des Modultragers angeord- 
net ist 

8. Chipkarte nach Anspruch 6 und Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bereiche der Sende- 65 
ZEmpfangsspule auf einer Oberflache des Modultragers 
und im Inneren des Modultragers dutch Kontakte mit- 
einanderverbunden sind. 
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9. Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bereiche der Sende-ZEmpfangsspule auf 
einer Oberflache des Modultragers und im Inneren des 
Modultragers in Reihe geschaltet sind. 

10. Chipkarte nach einem der Anspruche 8 oder 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die tftertragungseinrich- 
tung so ausgebildet ist, daB die Bereiche der Sende- 
ZEmpfangsspule zueinander in einer Resonanzphasen- 
lage haltbar sind. 

11. Chipkarte nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ubeilragungseinrich- 
tung so ausgebildet ist, daB die Bereiche der Sende- 
ZEmpfangsspule zueinander synchronisiert betreibbar 
sind. 

12. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Modultrager 
wenigstens einen als Spulenkem ausgebildeten Bereich 
aufweist 

13. Chipkarte nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Modultrager aus Kunststoff ausgebil- 
det ist, in den ein permeables Material eingelagert ist 

14. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gemSB einem der Anspruche 1 bis 13, 
mit den folgenden Schritten: 

- Einlagern eines ersten Spulenbereichs in eine 
Kunststoff schicht, 

- Aufbringen eines zweiten Spulenbereichs auf 
die Kunststoffschicht, 

- Verbinden von Anschlufibereichen des ersten 
Spulenbereichs Imd des zweiten Spulenbereichs, 

- Aufbringen eines Integrierten Schallkreises auf 
den Modultrager. 

15. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gemaB Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Verbindens von AnschluB- 
bereichen des ersten Spulenbereichs und des zweiten 
Spulenbereichs, durch Durchkontaktieren erfolgt 

16. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gemaB Anspruch 14 oder Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Aufbrin- 
gens des Integrierten Schallkreises mit einer Flip-Chip- 
Tbchnik erfolgt 

17. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gem&B Anspruch 14 oder Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Aufbrin- 
gens des Integrierten Schaltkreises mit einer Bonding- 
Technik erfolgt 

18. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gemMB einem der Anspriiche 14 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Abdek- 
kens der Sende-ZEmpfangsspule und/oder der Daten- 
vexarbeitungsschaltung mit einer verfestigbaren Ab- 
deckmasse vorgesehen ist 

19. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte gemaB 
einem der Anspruche 1 bis 13, mit den folgenden 
Schritten: 

- Vorsehen eines Kartentrfigers (11) mit einer 
Aufhahme fur einen Modultrager (1), 

- Vorsehen eines Modultragers (1) mit einer Da- 
tenverarbeimngsschaltung (7) und mit einer Ver- 
bindungsbaugruppe (3), 

- Einbringen des Modultragers (1) in die Auf- 
nahme, und 

- Verbinden von Modultrager (1) mit dem Kar- 
tentrager (11). 
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